
论 文 审 批 表
	论文题目
	

	投稿人
	
	投稿时间
	

	作者单位
	
	联系电话
	

	全体作者姓名
	
	投何刊物
	《半导体技术》

	基金项目
	

	请仔细阅读下列条款，确认并遵守条款要求，若违反，责任自负。
1. 不违反国家和单位的保密规定，全部内容不涉及保密问题。
2. 第一作者及通信作者承诺：本人基本信息、本人研究方向等内容不涉及保密问题。

3. 无任何侵犯他人（单位）或其他版权所有者知识产权的问题。

4. 所有作者一致同意发表，作者署名和排序以及单位排序无争议，且无知识产权纠纷。

5. 论文内容为作者原创，引用他人研究内容（包括网上发布的内容）均已在文中标注，非一稿多投。

6. 若第一作者为学生，即确认导师已经同意投稿，且已核实文中所有内容（例如：数据等）真实可信、准确无误。

7. 作者收到本刊录用函后不能撤稿。

8. 第一作者和责任作者务必认真审读全文，文责自负。
全体作者签名：

年       月       日（必填）

	□同意        □不同意

导师或领导签名（必填）：
年    月    日（必填）
	单位公章
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